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25 июня 2009 года в Санкт-Петербурге прошла первая конференция IPC в России — «Повышение надежности и 
качества с помощью стандартов IPC на всех этапах производства изделий радиоэлектроники». Аудитории, в состав 
которой входили руководители производств, технологи, разработчики, конструкторы, производители печатных плат, 
специалисты по закупке и инженеры по качеству, был представлен ряд докладов по всем последовательным этапам 
изготовления аппаратуры: разработке — конструированию — изготовлению печатной платы — сборке и пайке узла — 
испытаниям.

Несмотря на то что в России до сих 
пор в основном применяются методы 
пайки оплавлением и волной припоя с 
использованием свинца, все больше и 
больше контрактных производителей 
и компаний, выпускающих собствен-
ные изделия, осознают, что им не 
избежать проблем, связанных с бес-
свинцовыми процессами. Эти вопро-
сы напрямую касаются электронных 
изделий, производимых уже сегодня, 
и, самое главное, новых печатных 
узлов, которые имеют в своем составе 
компоненты, не содержащие свинца, 
и которые предназначены для сбыта 
на зарубежном рынке.

Компания «Абсолют Электроника» 
из Санкт-Петербурга  — российский 
партнер IPC, в течение нескольких 
последних лет постоянно отслеживала 
«веяния» бессвинцовых технологий, 
которые лишь сейчас доходят до рос-
сийской электронной промышленно-
сти. Кроме того, всем уже давно оче-
видна необходимость качественных 
стандартов для российской электрон-
ной отрасли. И поскольку в России 
имеется крупный рынок электроники 
военного назначения, а также боль-
шой сектор рынка промышленной 
аппаратуры, для которых характерны 
высокие требования к надежности и 
долговечности продукции, компания 
«Абсолют Электроника» совместно с 
представителем IPC в России Юрием 
Ковалевским (YuryKovalevsky@ipc.ru) 
решили провести первую конферен-
цию IPC в России под названием «По-
вышение надежности и качества с по-
мощью стандартов IPC на всех этапах 
производства изделий радиоэлектро-
ники». Конференция была предназна-
чена для руководителей производств, 
технологов, разработчиков, конструк-
торов, производителей печатных плат, 
специалистов по закупке и инженеров 
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по качеству — всех тех, кто ежедневно 
принимает участие в процессе произ-
водства аппаратуры, и кто осознает 
тот факт, что современные междуна-
родные стандарты могут помочь сэко-
номить время и деньги.

Аудитории, состоявшей примерно 
из 50 человек — в основном, предста-
вителей высокотехнологичных ком-
паний из различных регионов Рос-
сии, — был представлен ряд докладов, 

которые соответствовали всем по-
следовательным этапам изготовления 
аппаратуры: разработке  — конструи-
рованию  — изготовлению печатной 
платы  — сборке и пайке узла  — ис-
пытаниям, в параллель которым было 
рассмотрено «дерево стандартов IPC» 
(см. рис. 1).

Тема первого доклада отражала 
взгляд на мир разработчиков и кон-
структоров электронной аппаратуры. 

Рис. 1. «Дерево стандартов IPC»
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Здесь аудитория смогла проследить 
шаг за шагом, как рождается печатный 
узел, и какую помощь могут оказать 
стандарты серии IPC-2220 (Серия по 
разработке) и IPC-7351A plus (Общие 
требования к конструкции изделий и 
контактных площадок для поверхност-
ного монтажа) отделу разработки, 
чтобы в дальнейшем избежать слож-
ностей с изготовлением, в особенно-
сти, при применении бессвинцовых 
процессов.

Второй доклад, касавшийся про-
изводства печатных плат, позволил 
участникам конференции осознать, 
насколько важна в электронном моду-
ле печатная плата, и как много опера-
ций требуется для изготовления этого 
кусочка пластика с несколькими мед-
ными дорожками сверху и снизу. Ассо-
циация IPC была организована более 
50 лет назад именно по причине не-
достатка стандартов по производству 
печатных плат, и в настоящее время 
ей принадлежит множество стандар-
тов, в том числе стандарты IPC-6012B 
(Оценка параметров жестких печат-
ных плат), IPC-A-600G (Критерии 
приемки печатных плат), IPC-455X 
(Серия по покрытиям печатных плат) 
и IPC-4101 (Материалы для многослой-

ных плат), содержание и взаимосвязь 
которых была рассмотрена на конфе-
ренции.

Последний доклад содержал под-
робный обзор более 30 действующих 
стандартов IPC, которые могут при-
меняться в сборочно-монтажном про-
изводстве для того, чтобы обеспечить 
соответствие требования к качеству и 
надежности как при традиционной, 
так и при бессвинцовой технологии 
(см. рис. 1).

Во время конференции теорети-
ческая информация была дополнена 
большим количеством практических 
примеров. Кроме того, аудитории 
были представлены сведения о самой 
ассоциации и о том, как разрабаты-
ваются стандарты IPC. В конце дня 
докладчики ответили более чем на 
40  технических и коммерческих во-
просов аудитории.

Ассоциация IPC не только разра-
батывает и распространяет стандарты 
для электронной промышленности 
по всему миру, она также разработа-
ла 7  программ обучения и сертифи-
кации, которые являются важным 
дополнением к стандартам для всех 
этапов производства электронной ап-
паратуры. Эти курсы включают в себя 

два курса по разработке, один по пе-
чатным платам и четыре по сборке и 
пайке. Компания «Абсолют Электро-
ника» в настоящее время готовит пре-
подавателей по некоторым из этих 
курсов, и для российских произво-
дителей к концу 2009 года станет воз-
можным пройти обучение и сертифи-
кацию IPC на специальных курсах.

Совместная конференция IPC и 
компании «Абсолют Электроника» в 
Санкт-Петербурге была уникальной 
не только потому, что все слайды пре-
зентаций были переведены на русский 
язык представителем IPC в России 
Юрием Ковалевским, но и потому, 
что все участники были вовлечены в 
процесс в течение всей конференции, 
записывая названия операций и но-
мера соответствующих стандартов в 
большие цветные схемы формата А3, 
которые смогут стать полезным ин-
струментом для участников в их обыч-
ной работе.

Поскольку первый семинар IPC 
и «Абсолют Электроника» получил 
очень высокую оценку почти 100% 
участников, в ближайшие 6 месяцев 
планируется провести несколько по-
добных конференций в различных ре-
гионах России.

новости рынка
Аналитики заявляют о том, что худшие времена для рынка полу-

проводников остались в прошлом, и теперь он уверенно движется 
к выходу из кризиса.

По итогам II квартала 2009 г. в мире было продано полупрово-
дников на сумму $51,7 млрд., что почти на 20% меньше в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года, сообщает DigiTimes со 
ссылкой на отраслевую аналитическую компанию Future Horizons. 
Для сравнения, в I квартале 2009 г. рынок сократился на 30% год 
к году. Проследив динамику, эксперты пришли к выводу о том, 
что рынок начал выходить из рецессии. Согласно прогнозу Future 
Horizons, по итогам всего 2009 г. продажи сократятся на 14% в срав-
нении с 2008 г.

Параллельно с отчетом Future Horizons был выпущен отчет 
Semiconductor Industry Association (SIA), по данным которой объ-
ем продаж микросхем в июне составил $17,2 млрд., а в июле — 
$18,2 млрд. Несмотря на такой рост, продажи полупроводников по 
итогам июля в сравнении с прошлым годом сократились на 18%, 
а если сравнивать первые полугодия 2008 г. и 2009 г., то выручка 
уменьшилась на 25%.

Согласно отчету SIA, рост выручки в июле в сравнении с июнем 
обусловлен повышением спроса на потребительскую электро-
нику  — мобильные телефоны, смартфоны и персональные ком-
пьютеры, особенно нетбуки. При этом крупные предприятия по-
прежнему воздерживаются от покупок, увеличивая жизненные 
циклы корпоративного оборудования. Представители SIA разделя-
ют мнение своих коллег из Future Horizons о том, что рынок пошел 
на поправку, хотя еще в апреле они в этом сомневались.

На днях прогноз рынка на 2009 г. в лучшую сторону изме-
нила Gartner. Согласно обновленным данным аналитической 
компании, в 2009 г. мировые продажи полупроводников до-

стигнут $212  млрд. Это на 17,1% ниже прошлогоднего показате-
ля — $255  млрд. Ранее аналитики прогнозировали снижение на 
22,4%. Вице-президент Gartner Брайан Льюис (Bryan Lewis), как и 
представители SIA, объясняет корректировку прогноза в лучшую 
сторону более высоким, чем ожидалось, спросом на потреби-
тельскую электронику. По словам эксперта, далеко не последнюю 
роль сыграла активность каналов сбыта, которые сбавили цены 
на ЖК-телевизоры и ПК.

Прогноз по продажам также в лучшую сторону изменил Intel, 
крупнейший в мире производитель полупроводниковых ком-
понентов. В результате повышения спроса на микропроцессо-
ры и чипсеты (по сравнению с предварительными прогнозами) 
ожидаемый доход компании по итогам III-го квартала 2009 г. 
был увеличен до $9 млрд. против ранее ожидавшихся $8,5 млрд. 
При этом компания в 2 раза сократила доверительный интервал 
(плюc-минус $200  тыс. вместо $400 тыс. ранее), что говорит о 
том, что ситуацию стало прогнозировать легче. Также был улуч-
шен прогноз по валовой прибыли. Согласно новым данным, она 
ожидается в полтора раза более высокой в сравнении с прежни-
ми прогнозами.

Отметим, что первые признаки восстановления рынка появи-
лись в марте 2009 г., когда увеличились заказы тайваньских постав-
щиков чипов, включая крупнейшего игрока этого рынка — TSMC. О 
том, что индустрия преодолела дно и пошла на поправку, в марте 
заявил исполнительный директор поставщика полупроводнико-
вых компонентов компании Hynix Гим Чжон-гап (Kim Jong-kap). По 
мнению аналитиков, о положительной динамике рынка полупро-
водников можно будет снова говорить уже в 2010 г.
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Рынок полупроводников вошел в фазу восстановления 
после кризиса


